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edaWorkshop und CATRENE DTC 2013 - Ein Ruckblick

Von Jurgen Haase, Peter Neumann, Ralt Popp, Dieter Treytnar und Andreas Vorg

Ll
edaWorkshop 13

Erneut fand der edaWorkshop wie schon 2009 und 2011 zusammen mit der CATRENE Design Tech-

nology Conference {DTC) in Dresden statt. Die Varanstaltung zog wieder einmal mehr als 100 Teilnehmer

an, die an drei Tagen sechs Keynotes, eine Podiumsdiskussion sowie 21 Fachvortriige in 8 Sessions
und eine umfangreiche Poster- und Demonstratoren-Ausstellung geboten bekamen. Die Themen
beinhalteten sowohl detaillierte Erkenntnisse aus der nationalen und eurgpaischen Projektarbeit, als
auch Forschungsarbeiten auRerhalb der Forderprojekte. Diese Mischung aus wissenschaftlichen und
anwendungsorientierten Beitragen lieferte wie schon in den Vorjahren einen guten Uberblick Gber den
derzeitigen Stand der deutschen und europiischen EDA-Forschung. Von einigen Héhepunkten der Ver-

anstaltung wird in diesem Artikel berichtet.

BegruRung - Helmut Warnecke - Infineon, Dresden
~Welcome remarks”

Bereits am friihen Morgen des 14. Mai war der Kon-
ferenzraum sehr gut gefillt, als Helmut Warnecke,
Geschéftstihrer von Infineon Technologies Dresden
und Mitglied des Vorstands von Silicon Saxony, de
mehr als 100 registrierten Teilnehmer willkormnmen hiel,

Mit spirbarer Begeisterung for die Stadt Dresden ler
lebt dort seit mehr als 14 Jahien) présentierte er ein-
drucksvolle Zahlen uber den eurgpaweit fuhrenden
Mikroelektronikstandort Dresden: Jader zweite in
Europa produzierte Chip sei ,Made in Saxony”, von
mehr als 51.000 Mitarbeitern in ca. 2.100 Unternehmen
waerden u.a. Material und Equipmaent fiir die Chip-Fer-
tigung bereitgastelit, ICs entworfen und gefertigt und
mit diesen ICs schlieRlich Elektronikprodukte entwickelt,
tm Jahr 2000 wurde der Verein , Silicon Saxony e.V.”
gegrindet, der heute mit seinen 300 Milgliedern ein
dulerst schlagkraftiges Netzwerk mit zahlrerchen Ini-
tiativen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen darstslle.

Sein eigenes Unternehmen, Infineon Technologies, habe
seit der Grindurg im Jahr 1994 mehr als 3 Mrd. Euro in
die Produktionsstatten am Standort Dresden investiert
und beschéftige dort mehr als 2.000 Mitarbeiter in Ent-
wicklung und Fertigung. Preduziert werden auf 200 mm-

Abbildung 3.02: Helmut Warmecke von Infingon, Dresden begriifit
the edawWorkshop-Teilnehmer

und seit neuestemn auch auf 300 mm-Siliziumwafern
Halblenterprodukte und Systemitsungen flr Automobil-
und Industrieelektronik, ebenso fir sicherhaitskritische
Anwendungen wie Chip-Cards. 2011 wurde mit der
weltweit ersten 300 mm-Fertigung fir Leistungshalb-
leiter ein neuas Kapitel der Geschichte von Infineon
Drasden begonnen, das mit den entstehenden Markten
ein groftes Potenzial flr die Zukunft biete.

Abschlieffend stellte Heimut Warnecke noch den Auf-
bau von Kapazitdten in Dresden fir das Chip-Design in
Aussicht, bevor er das Rednerpult fir die Keynote-Vor-
trége des ersten Tages freigab. (Haa)

Keynote - Maunzio Zuffada - Barcelona Supercomputer Center
»~The industrial Deployment of the Silicon Photonics
Technology

In der einleitenden Keynote ,The industrial Deployment
of the Silicon Photonics Technology” beleuchiete Mau-
rizio Zuffada, Director R&D bei STMicroelectronics die
Problematik der unzureichenden Datenibertragungs-
rate elekinischar Systeme. Dies gelte nicht nur fir die
Datendbertragung via Kabel, soendern insbesondere
auch fur die ,.Inter-Chip-Kommunikation” auf dem
Board und lstztendlich auch fir die ,, Intra-Chip-Kom-
munikation” ‘nnerhalb integrierter Schaltkreise. Als
treibende Anwendung sei dabei laut Zuffada das High-
Parformance-Computing (HPC) zu betrachten.

Da die Intra-Chip-Dateniibertragungsrate auf rein elek-
tronischemn Wege u. a. aus Grinden der begrenztan
Bandbreite, des Crosstalks, des Energieverbrauchs
und der rasultiersnden Warmeentstehung nicht mit
der sinkenden Techneologiegrife skaliers, biete sich
die Integration von optischen Einheiten zur schnellen
Datenibertragung auf dem gleichen Siliziumsubstrat
als ein Lésungsweg aus der Misere an, Diese Vor-
gehensweisa werde generell als , Silicon Photonics”
bezeichnet.

Kernalemente diesar Technologieintegration sind laut
Zuffada die elektro-optischen {EQ) Transmitter-/Recei-
var- (Tx/Rx} Einheiten, die mit Hilfe von integrierten
Lasermodulen dia elektrischen Signale in optische Sig-
nale {und umgekehrt) umwandeln. Den gegenwirtigen
Stand der Technik veranschaulichte Zuffada anhand
eines IC-Scans einer £0 40 Gbps Transceiver-Realisie-
rung der US-Firma Luxtera.

+Silicon Photonics” nehmen laut Zuffada gegen-
wirtig jedoch nur einen Nischenmarkt ein. Als grofte
Herausforderungen der Zukunft auf dem Weg 2um
Massenmarkt seien die Reduzierung der Laserkosten
{mdglich durch Integration eines Photonics-Layers auf
dem Chip}, neue Methoden der Warmeabfuhr {z. 8.
Fluidic Cooling) und die Reduzierung der Kosten fir das
elektro-optische Package zu betrachten.

Die Anforderung des High-Performance-Computing,
dia Kosten pro Gbps von gegenwirtig etwa 6 $/Ghps

Abbildung 3.03: Maunzio Zuffada von ST Microelectronics bes
seinem Keynote-Vortrag

auf unter 0,02 $/Gbps im Jahre 2022 zu senken, kénne
aber nur durch innovative Losungsansatze erreicht
werden. ,, Silicon Photonics” sei dabei ein vielver-
sprechender Ansatz, wie die von Zuffada prasentierte
.. Silicon Photonics"-Roadmap veranschaulichte.

Interessante Randnotiz zu dieser visiondren Keynote:
Eine Woche nach dem edaWorkshop13 vermeldete
Mentor Graphics in einer Pressemitieilung die Koops-
ration mit OpSIS (Optoelectronic Systems Integration
in Silicon, University of Delaware) und Lumerica
Solutions Inc. {Vancouver, Canadal. Das Ziel der Koope-
ration ist laut Pressemitteilung: “... to develop a com-
plete EDA-style, full flow process design kit (PDK) for
the OpSIS IME {Institute of Microalectronics) silicon
photonics process”. (Ne)

Keynote = Jorg Winkler (GLOBALFOUNDRIES, Dresden)
~Design Challenges for Advanced CMOS”

In seinem Keynote-Vortrag stellte Dr, Jérg Winkler,
Fellow Design Enablemant bei GLOBALFOUNDRIES,
die Herausforderungen vor, denen sich die Chipde-
signer heute bei der Anwendung ven Advanced CMOS-
Technologien stellen mussen.

Besonders betonte er die Bedeutung der Keope-
ration zwischen Chipentwickler und Foundry-Partner.
Beim traditionellen Mode!l nutzten Chipentwickler

die Angebote der in der Regel geografisch fokussiert
arbeitenden Auftragsfertiger mit fest vorgegsbensn
Technologtepaketen. Die ndchste Stufe, von Winkler
als ,Foundry 1.0" bezeichnet, sei gekennzeichnet von
weltweit vertailten Fertigungsstétten, langfristigen Ver-
einbarungen, gemeinsamen Entwicklungen und giner
Anderung der Rolle von einem reinen Auftragsfertiger
zu einem Foundry-Partner, In der jetzt von GLOBAL-
FOUNDRIES propagierten Stufe ,Foundry 2.0" soll
das Beste aus beiden Welten — den Vorteilen eines
klassischen IDM {Integrated Device Manufacturer}
und der Flexibilitdt des Foundry-Modells — zum Modell
des , Collaborative Device Manufacturing” kombiniert
werdan, Eine nahtlose Kooperation soll sine Auswei-
tung der Strategie des Halbleiterunternehmens auf die
Partner-Foundry umfassen, wodurch die notwendigen
Investitionen und der damit erzielte Erfolg auf mehrere
Schultern verteilt werden,

Abbildung 3,04; Jérg Winkler von GLOBALFOUNDRIES ber seinem
Keynocie-Vortrag
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Im weiteren Verlauf seines Vortrags ging Winkler aus-
fahrlich auf die verfligbaren Fertigungstechnologien,
deren Charakteristika und die damit verbundenen
Mdaglichkeiten ein, ebenso auf die verschiedenen zu
durchlautenden Stufen bei der Implementierung eines
Designs in den neuesten verfugbaren CMOS-Technolo-
gien. Damit erhielten die Zuhdrer einen guten Uberblick
Uber die Nutzung der aktuell kommerziell verfligbaren
Fertigungstechnologien, bevor in den nachfolgenden
Sessions aktuelle Forschungsarbetten rund um den
Entwurf von Chips und deren Anwandungen im Mittel-
punkt standen. {Haa)

Keynote: - Gerold Schopfer (Coventor)

.Virtual Fabrication of Advanced CMOS*

Gerold Schropfer von Coventor stellte unter dem Titel
LJMirtual Fabrication of Advanced CMQS" eine naue
Methodik zur Prozessmodellierung von 3D-Strukturen
vor. lhre Notwendigkeit leite sich aus der durch die
Strukturverkleinerung bedingten stetigen Steigerung
von Prozesskosten und Komplexitat ab, fur die gin Trial-
and-Error-Vorgahen nicht mehr akzeptabel sei.

Die Methodik sei entsprechend der hierarchischen Vor-
gehensweise im klassischen EDA-Bereich angelegt
und beinhaltet ein neuartiges Tool namens SEMulator
3D, mit dem die 3D-Prozessmodellierung auf héheren
Abstraktionsebenen mdglich werde. Die Modellierung
erfolge dabei anhand von 3D-Pixeln (Voxel genannt)
und basiere auf ,Boundary-Representation” (BREP)
und , Moving Mesh Technologie”, wobei die Ober-
flaichen entweder gleichungshasiert oder dber dis-
krete Polygone modelliert wiirden. Laut Schropfer ist
die Modellierung auf beliebige Prozesse und Layouts
anwendbar, ist effektiv und kostensparend, kalibrier-
bar, ermdglicht die Modellierung mit unterschiedlicher
Genauigkeit und stellt eine Validierung und Visualisie-
rung der Bezighungan zwischen Design und Prozess
bereit. Dariiber hinaus ermégliche sie sowohl Ent-
wurfszentrierung als auch Empfindlichkeitsanalysen,
gebe einen frilhzeitigen Einblick in die Auswirkungen
von Entwurfsemscheidungen, biete spezielle virtualle
Metriken, Moglichkeiten fir skriptbasterte Abldufe zur
Uberprifung des Designs und Verlisslichkeitsanalysen.
Schrépfer belagte seine Aussagen in seinem Vortrag
Uberzeugend anhand einer Vielzahl von anschaulichen
Beispielen aus der Praxis, die teilweise zusammen mit
Anwendarn der Methodik erarbeitet wurden.

Abbildung 3.05: Gerold Schépfer von Coventor bei seinem Keynate-
Vortrag

Podiumsdiskuss:an

Closing the gap between technology and applica-
tion needs

Christoph Grimm (TU Kaiserslautern) moderierta das
Panel an dem Martin Barnasconi (NXP), Raul Campo-
sano {Nimbic), Wolfgang Nebel {Universitét Oldenburg
und OFF{S), Achim Graupner (ZMDI} und Armin Kemna
(Elmos) teilnahmen.

Grimm leitete die Diskussion ein, indern er auf die
nachfelgend genannten drei Optimierungsmdglich-
keiten bei der Entwicklung elektronischer Schaltkreise
hinwies, die in der Vargangenheit nicht, oder nicht aus-
reichend verfolgt wurden:;

Optimierung Gher Fachberaichsgrenzen hinweg

Hier kénnte z. B. das zyklische Abarbeiten eines
Analog-Digital-Converters ADC durch sine Interrupt-
gesteuerte Software effizienter realisiert werden,
wenn sowohl Software-Programmiarer als auch
Analog-Entwickier das System Uber ihre eigenen
Fachbereichsgrenzen hinweg optimieren kdnnten.
Optimierung {ber Schichten hinweg

Hier kénnte 2. B. die Batterielebensdauer in einigen
Fallen vertausendfacht werden, wenn Optimierung

2wischen den Schichten Anwendungsszenario, Kom-
munikationsprotokolle und Architektur moglich wére,

Co-Optimierung mit der Anwendung
Hier kdnnten 2. B. Caches und Branchprediction in

eingebetteten Echtzeinsystemen verwendet werdan,

wenn eine Co-Simulation des Systems mit seiner
Urmgebung durchgefihrt wirde und eine flexiblere
Kontrolle als feste Deadlines angewendet werden
konnte. {Dazu verwies Grimm auf eine Arbeit von
Chakraborty, die zur FDL 2012 vorgastelit wurde}

Abbildung 3.06: Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion ”Closing the gap between technology and application needs”

Abbildung 3.07: Christoph Grimm von der Universiat Kaisarslauiern
midenerte de Podiumsdiskussion

Im weiteren Veriauf stellten die Podiumsteilnehmer
Ihre Vorschlage zur SchlieBung der Lucke zwischen
Technologie und Applikationsbedarf vor.

Barnasconi schlug vor, dass bewahrte digitale Verifi-
kationsmethoden in die Analog-Mixed-Signal- {AMS-)
Doméne portiert werden sollten, dass weitere stan-
dardisierte AMS-Spracherweiterungen fiir die Mixed-
Signal Systemvaerifikation zu entwickeln wéren (2. B.
SystemC AMS) und zudem (kommerzielle} Simulations-
umgebungen die effiziente Mixed-Signal Systamverifi-
kation unterstiitzen missten.

Camposano postulierte, dass EDA die Liicke durch
Wiederverwendung und Abstraktion (IP) schlielen
werde. Hardware-Entwurf werde dann ein Zusam-
menfiigen von IP mit Verbindungslogik. Die Verifika-
tion werde durch Simulation auf allen Ebenen und mit
formalen Methoden durchgeflhri. Den grofiten Anteil
werde aber die Software haben, die meist auf einigen
wenigan (Cloud)-Betriebssystemen ausgefuhrt
wirde.

Nebel nannte Herausforderungen, die aus extra-funk-
tionalen Eigenschaften resultieren, Zwar seien eigen-
standige Lésungen fir isolierte Effekte {Leistung und
Temperatur} verfigbar, aber es gebe keine integrierten
Methoden und Standards und keine Verbindung zur
Systemebene und darliberhinaus. Weitare Heraus-
forderungen seien durch die Thematik des . Intarnet
of Things” gegeben. Dabei seien cyber-physikalische
Systeme in dynamischen Umgebungen zu betrachten.
Hierbei gebe es sine enge Kooperation der Anwendun-
gen unterschiedlicher ,, Kritikalitdt”, die sich lokale und
globale Berechnungsressourcen teilten. Dabei wirden
die Berechnungsressourcen wahrend der Betriebszeit
transparent hinzugefGgt oder entfernt.

Laut Graupner ist die Verifikation von Mixed-Signal-ICs
die wesentliche Herausforderung, die es zu bewdltigen
gelte. Es fehle an siner einheitlichen Verifikations-
planung und Fortschrittsverfolgung. Dafir werde ain
einheitliches Werkzeug bendtigt. Insbesondsre nannte
Graupner die Wavetorm-Evaluierung, die trotz existie-
rendem Standard nicht in gleicher Weise in Messfunk-
tionen implementiert sei {{EEE 181-2003).

Fiir Kemna sight die ideale EDA-Lgsung folgendermalien

aus: Gut integrierte Werkzeuge arbeiten in ginem
exzellenten Entwurfsablauf. Um die baesten Werkzeuge
zu integrieren, die die technischen Herausforderungen
Idsen konnan, sind die Entwurfsabldufe offen gestaltet.
Der Entwurfsablauf ist in der Lage die Unterschiedlich-
keit der Mixed-Signal-Produkte zu bedienan und durch
integrierte Dokumentations-L&sungen wird die Entwurfs-
umnsetzung beispielweise von IS0 26262 unterstiitzt.

In der Diskussion mit dem Publikum bestand Einigkeit
dar(ber, dass ein Ende des Rennens zwischen technolo-
gischen Méglichkeiten und Anwendungsbedirfnissen
nicht absehbar ist. Teilweise Ubersteigen die Bedurfnisse
den technologischen Fortschritt nach Moore. Einigkeit
gab es ebenso bei der Frage, ob eine Notwendigkeit fir
die Spezifikationsunterstiitzung durch die EDA-Hersteller
gesehen wird. Das System-Know-how werde zwar

beim Chipherstelier aufgabaut, aber die Handhabung
des Anwandungswissens (z.B. IS0 26262) sollte durch
EDA-Werkzeuge unterstiitzt werden. Barnasconi schiug
ausfihrbare Spezifikationen als Ersatz fur nicht-formalen
E-Mail- und Dokumentenaustausch vor,

Grimm fassta zum Ende der Diskussion zusammen,
dass sich der Entwurf in den kommenden 10 Jahren
noch mehr zur Wiederverwendung sehr viel gréfterer
IP-Blgcke als bisher entwickeln werde. Ein grofier
Bedarf werde hierbei bei der kompletten und heteroge-
nen Systemnverifikation durch Simulation mit Optimie-
rung Uber Schichten hinweg gesehen.

Keynote - Uirich Abelen (AUDI]

~Quality and Innovation — Drivers for Modern
Automotive Electronics”

Den z2weiten Tag des edaWorkshop eroffnete Ulrich
Abelgin von AUDI mit einer eindrucksvollen Keynote, in
der er die Bedeutung der Mikroelaktronik fiir moderne
Automobile darstellte.

Bis auf wenige Ausnahmen wig Karasseris und Innen-
raum sind in einem modernen Auto durchweg alek-
tronische Komponenten die Treiber fir Innovationen
bei Sicherheit, Komfort und Infotainment. Viele Funk-
tionen, die fruher rein mechanisch umgesetzt wurden,
werden heutzutage elektre-mechanisch oder voll-

Abbildung 3.08; Ulrich Abelein von AUDI bei seinemn Keynote-Vortrag
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standig elektronisch realisiert {z. B. Bremsen, Gaspedal,
Straflenlage). Dies flhrt dazu, dass mittlerweile mehr
als 100 elektronische Steuergardte {ECU) in ginem
modernen Kraftfahrzeug wie dem Audi AB singebaut
werden. Der Softwareanteil hat sich in 10 Jahren mehr
als vervierfacht. Wahrend in den Jahren vor 2010 in der
Anwendung erprobte Halbleitertechnologien eingesetzt
waurden, ist es heute erforderlich, aktuelle , state-of-
the-art” Prozesse zu verwenden, um den gestisgenen
Anforderungen und der damit einhergehenden hohen
Systermkomplexitét gerecht zu werden.

Dass dieser Trend sich weiter fortsetzen werde,
untermauerte Abelein mit den ,,automobilen Mega-
trends” 2020+: Car-to-X, das die Vernatzung des Autos
nach auten meint, Fahrerassistenzsysteme wie z.B.
pilotiertes Fahren und natirlich Elektromobiltat. ,.In
der letzten Dekade haben wir alle Systeme im Fahr-
zeug vernetzt — heute geht es darum, das Fahrzeug
vollstdndig mit seiner Umgebung zu verbinden.”,
brachte es Abealein auf den Punkt. High-Speed internet
im Fahrzeug bei jeder Geschwindigkeit, automatische
Verkehrsflussmeldungen Gber Satsllit an Navigations-
systeme oder Google Earth als Navigationshilfe sind
laut Abelein nur ein paar Beispiele fur die Herausforde-
rungen im Car-to-X Bereich.

Keynote = Alex Ramirez - Barcelona Supercomputer Center
Are mobile processors ready for HPC?*

Die zweite Keynote des Tages wurde von Alex Ramirez
vom Barcelona Supercomputer Center gehahien. Kern-
thema war dabei die Frage, ob sich Standardprozesso-
ren aus dem Mobilberaich als Basis fiir kosteneffiziante
Supercomputer der Zukunft eignen.

Ramirez ging als erstes auf die historische Ent-
wicklung der Supercomputer ein, wobei er die von
den Cray-Maschinen dominierten 70er und 80er
Jahre aufgrund ihrer relativ geringen Anzahl an Pro-
zassoren vernachlidss gte. Ausgehend von den
Vektor-Prozessor-Maschinen der frihen 80er Jahre,
z.B. der Fujiitsu Numerical Wind Tunne! (1993} dber-
nahmen laut Ramirez erst die RISC-Maschinen, 2. B.
die Hitachi SR2201 und gegen Ende der 30er Jahre
Maschinen auf Basis segenannter Commedity-Pro-
zessoren das Feld der Supercomputer. Der ASCI
Red kam dabei auf 1 TFLOPS, der ASCI| White auf
7.3 TFLOPS.

Mit dem Schwenk von SIMD Vektor-Prozessoren hin

zu Standardprozessoren ging auch ein Paradigmen-
Wechsel der Applikationssoftware, vom Parallelismus
der Vaktordatenverarbeitung hin zum Message-Pas-
sing-Programmiermodell, einher. Ausschlaggebend
war dabei nicht die inicht gegebene) technische Uber-
lagenheit der Standardprozessoren {man brauchte etwa
10 Standardprozessoren, um die Performance eines
Vektor-Prozessors zu erreichen), sondern deren geringe
Kosten aufgrund der Massenproduktion.

Das Gebiet der Fahrerassistenzsysteme wird weiter
ausgebaut werden: Einparkhilfen und Kurvenlicht sind
mittlerweile fast serienmaiig verfugbar, Spurhalte-
assistent, Verkehrszeichenerkennung, Parsonenerken-
nung oder Abstandswarner werden nicht mehr lange
auf sich warten lassen,

Gerade im Bereich Elektromobilitdt entstehen laut Abe-
lein bei steigender Komplexitdt ganz neue Herausforde-
rungen in Bezug auf , Automotive Quality”: Da heutiga
Kraftfahrzeuge fir mindestens 15 Jahre Betriebsdauer
bei 300.000 km Fahrleistung und 8000 Stunden Motor-
laufzeit ausgelegt sind, muss dieser Anspruch kinftig
auch fir die im Fahrzeug eingesetzien Halbleiter gel-
ten. — Problematisch ist dabei, dass deren Qualitat dazu
bei weitam noch nicht ausreichend ist.

Neben der Forderung nach robustem Design auf

allen Ebenen, setza sich Audi fir die Schaffung giner
integrierten Sicht - Halbleiter in Verbindung mit der
Anwendung - ein, berichtele Abelein. Ziel sei eine

enge Zusammenarbeit zwischen QOEM, Tier 1 und Halb-
leiterhersteller, wie as im Projekt RESCAR 2.0 derzeit
vorgelebt werde. Die Einbindung der Anforderungen
sowie Mitarbeit des OEMs schon in der Halbleiterent-
wicklung werde dazu fuhren, dass Innovationen mit der
notwendigen Qualitdt erreicht werden kénnen. (Tr}

Ramirez vertrat die Auffassung, dass wir momentan an
einem Punkt seien, an dem sich die nachste ,Wach-
abldsung” im Supercomputer-Design abzeichne: Der
Wechsel von den Standard-PC-Prozessoren {Intsl-
dominiert) zu den Standard-Mobilgerdte-Prozessoren
(ARM domin:ert). Auch hier sei als entscheidendas Kri-
terium fiir den Wechsel der Kostenaspekt anzufihren.
Ramirez fithrte an dieser Stelle den Vergleich zwaschen
Intels High-End i7-27600M-Chip und dem Anfang
2013 von NVIDIA angekindigtem ARM-basierten
Tegra-4-Chip an. Der erwihnte Kostenaspekt werde
durch das Verhéltnis von Leistung zu Preis (beschrie-
ben in GFLOPS per Dollar} offensichtlich; Der Intel-Chip
komme hier auf 0,102 GFLOPS per Dollar wahrend der
NVIDIA-Chip mit eindrucksvolien 0,72 GFLOPS pro
Dollar aufwarten kénne.

e ASCI “hgelLLN'-’
. 200,73 7FL0
+ g2 peoc. @ Eh
+ |BM Power 3

Abbildung 3.09: Alex Ranmirez vom Barcelona Supercomputer
Center bel seinem Keynote-Vortrag

Es misse jedoch angemerkt werden, dass die Prozes-
sorgeschwindigkeit nur eine begrenzte Aussagekraft
habe, so Ramirez. Notwendig sei bei Performance-
Analysen darlber hinaus die Betrachtung der Themen
Interconnect und Speicherzugriff. So hitten die gegen-
wartig auf dem Markt erhélthchen Mobilprozessoren
durchgehend sine geringe Interconnect-Bandbreite,

da schnelle Ethernet oder PC| Express I/Q Interfaces
fehlten.

Als weitaras Manko flhrte Ramirez die unzureichende
Auslegung der Mobilchips fir Dauerlast an, d. h. die
Packages der Prozessoren seign fir die erhdhte War-
meentwicklung nicht geeignet. Als Fazit kénne man
jedoch sagen, dass keine der angefuhrten Limitationen
technische Grinde habe. Die gegenwdértige Architek-
tur und Auslegung der Chips basiere auf dem bisher
anvisierten Geschaftssegment. Scbald ein neues
Geschaftsmodell (2. 8. durch den HPC- oder Server
Markt) eine veranderte Massenproduktion dieser
Chips rechtfertige, kanne man mit diesen Mikro-
prozessorsystemen auch abseits des Mobilmarkies
rechnen. (Ne}

Projektvortrag RELY Hanno Melzner {Infineon Technologies)
RELY - Design Methods for Preventive Haalth Care
Hanno Melzner erlduterte zu Beginn seines Vortrags
Motivation und Ziel von RELY. Im Projekt werden
neue Methoden entwickelt, um neue Technologien
zuverldssiger als bisher fiir elektronische Schaltkreise
ainsetzen zu kénnen. Solche Methoden sind notig,
weil neue Technologien immer das Risiko bergen,
dass negative, bisher nicht aufgetretene Effekte

die Zuverlassigkeit des Chips beeintrdchtigen. Von
den zu erwartenden Erfolgen des Projekts werden
vor allen Dingen sicherheitskritische Anwendungen
profitieren, 2. B. Autornotive, Luftfahrt und Medizin-
technik. Anwendungspartner aus allen drei Gebieten
sind im Projekt vertreten und liefern die Anwendungs-
szenarien, dig anhand eines im Projekt entwickelten
Test-Chips uberprift werden.

.Preventive Health Care” ist eine dieser Methoden,
die zusétzliche Schaltkreisa zur eigentlichen Funk-
tion auf dem Chip integriert, um den Zustand des
Chips im reguldren Betrieb zu Gberwachen und

Abbildung 3.10: Hanno Melzner von Infineon bey seinem Projekt-
vorrag

gegebenenfalls Malnahmen zur Wiederherstellung
der einwandfreien Funktionalitat beraitstellt (,,Der
Chip mit Selbstkontrolle”, siehe FAZ-Artikel). Auf die
Frage, ob die durch die zusétzlichen , Selbstkontroll”-
Aktivitdten zwangslaufig entstehende reduzierte Leis-
tungsfahigkeit solcher Chips vom Kunden akzeptiert
waerde, verwies Melzner auf die frihe Phase des Pro-
jekts: Die kinftigen Ergebnisse missten abgewartet
werdan, aber ar erwarte die Probleme eher bei der
grober werdenden Chipflache als bei der verringerten
Leistungsfahigkeit.

Weitere Mathoden adrassiaran den zuverldssigen
Entwurf der Chips. Alle Methoden haben zum Ziel,
die Lebensdauer kinftiger Chips zu verldngern, indem
negative Alterungsprozesse im Chip-Betrieb ausgegli-
chen warden.

Auf die Frage eines Zuhorers, ab welcher Technolegie
ernsthafte Probleme aufgrund der Alterungsprozesse
erwartet werden, antwortete Melzner, dass der Test-
Chip in 40 nm gefertigt werde, aber Methoden bereits
ansatzweise fiir die 65 nm-Technologie erfolgreich
eingesetzt werden. Mit zunehmender Miniaturisierung
mussten die Methoden fortschnittlicher werden.

Ein entwickeltes, gemeinsames Beschreibungsformat
fur Zuverldssigkeit weckte das besondere Interesse der
Zuhorer. Als Herausforderung fir ein solches Beschrei-
bungsformat wird die Abdeckung der vom Projekt
adrassierten Applikationen (Medizin, Automotive und
Luftfahrt) und der Abstraktionsebenen (Systemebene
s physikalische Ebene) vermutet.

Priasentation NEEDS Markus Qlbrich = Leibniz Universitat
Hannover

~Design Methods for 3D Integrated Systems*

Das Clusteriorschungsprojekt NEEDS lauft zwar noch
bis Ende 2013, hat aber im bisherigen Projektver-

lauf schon eine Vielzahl stark beachteter Ergebnisse
erzielt, die u. a. auf renommierten, auch internationalen
wissenschaftlichen Tagungen vorgestelit wurden. So
présentierte Markus Olbrich von der Leibniz Universitat
Hannover das in NEEDS entwickelte Gesamtkonzept
fur den Entwurf hetercgener 3D-Systeme, sowie die
wichtigsten technischen Ergebnisse.

YT

Abblldung 3.11: Markus Cibnich von der Universitat Hannover ben
seinam Projektvartrag
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Olbrich prasentierte NEEDS in der Sassion .Hetero-
geneous Integration” einem internationaten Publikum
und machte es so moglich, die erzielten Ergebnisse
auch gleich mit dem Entwickiungsstand in anderen
Landern zu vergleichen. Das dabei erhaltens wertvolle
Feedback sowohl von Seiten anderer Forscher als auch
aus der Industrie wird in die verbleibenden Arbeiten
einflielen,

Neben der ausgezeichnaten Sichtbarkeit fiir das
Projekt NEEDS wurde mit dem Vortrag auch fir das
gesamte deutsche EDA-Clusterforschungsprogramm
internationale Offentlichkeitsarbeit gelsistet. Und

es wurde deutlich, dass NEEDS mit seinen Arbeiten
weit vorne steht: Wahrend von anderer Seite vor
allem wichtige zu beachtende Probleme und Aufga-
ben fur einen Design-Flow vorgestellt wurden, konnte
Qlbrich im Namen von Needs bereits Losungen
anbieten. Hier zeigte sich erneut, dass die intensive
Zusammenarbeit mit begleitenden Industriepartnern
als wichtige Komponente der EDA-Clusterforschung
auch die Erforschung von Grundlagen ungemein
befruchtet. (Haa)

Keynote: - Rau' Campoesane (Nimbich

~Electromagnetic Simulation for Electronic
Systems”

In seinem Vortrag ,Electromagnetic Simulation

for Electronic Systems” stellte Raul Camposano,
Geschaftsflhrer des Start-up-Unternehmens Nimbic,
die Grundidee hinter den Produkien seiner Firma

vor. Camposano und Nimbic setzen voraus, dass die
Bedeutung der elektromagnetischen (EM) Simulation
in Folge steigender Frequenzen und einer wachsenden
Zahl von 30-ICs in Zukunft stark zunghmen wearde.
Beide Verdnderungen fuhrte er auf das aufwendige

Packaging bzw. Die-Stacking zuruck, fir die die Signal-

und Power-Integritdt immer wichtiger wurden. Einen
weitaren Grund zu der postulierten Entwicklung sieht
Camposano in der enormen Bewegung rund um das
. Internet der Dinge” und der Tatsache, dass Systeme
immer mehr Funktionen beinhalten.

Die Idee von Nimbic besteht in der Ausnutzung das
wachsenden Bedarfs fur EM-Simulationen und der

Abbildueng 3.12: Raul Camposano von Nimbic bei seinem Keynote-

Bereitstellung von Meathoden und Werkzeugen, die
die notigen Erkenntnisse schaffen, ohne die Entwurfs-
aufgabe zu iberfrachten. Demzufolge extrahieren

und simulieren die Nimbic-Tools lediglich die fir

eine Erkenntnis banttigten Dinge aus einem Design.
Natirlich ging Camposane aus verstandlichen Grinden
nicht im Detail darauf ein wie das gemacht werde, er
varriet aber, dass mit der Momentenmethods, einer
schnellen Boundary-Element-Mathode und spezieller
Matrizendekomposition sehr effiziente Algarithmen
zur Simulation eingesetzt werden. Er zeigte auf, dass
Nimbic mit seinem ,,PILOT-QR-Solver” eine deutlich
schneltera Feldberechnung mit sehr viel weniger
Speicher ermdglicht, als regulare iterative Solver oder
LU-Solver. Camposano ergénzte dass Nimbic diese
Algorithmen zudem auf parallelen Prozessoren aus-
fuhre, was zusétzlich die effektive Rechenzeit verkirze.
Neben dem Solver und der Parallelisierung” setze
Nimbic skalierbare und sichere Cloud- und Batch-
Methoden ein und sei daher in Obliche Design-Flows
integrierbar, {Pp}

Prasentation MEMS2015° Ralt Sommer - [MMS
~Schematic Driven MEMS Design *

Ralf Sommer vom IMMS stellte in seinem Vortrag
"Schematic Driven MEMS Design” die Motivation fir
das Mitte 2012 gestartete Verbundprojekt MEMS2015
und seine LHsungsansatze fir den Entwurf von Mikro-
Elektromechanischen Systemen {MEMS) vor.

Sommer bagann seine Ausflhrungen mit einem Ver-
gleich der Entwurfsprinzipien fir mikromechanische
und mikroelektronische Systeme. Dabei zeigte er,

dass beide grundsétzlich sehr ahnlich seien, der mikro-
mechanische Entwurf aber deutlich weniger entwickelt
sai und daher enorm von den Erkenntnissen und
Mdglichkeiten des Mikroelektronik-Entwurfs profitieran
konne. Dar wesentliche Grund hierfir liege darin, dass
es in der Mikromsechanik - anders als in der Mikroslek-
tronik — keine Basisbldcke und keine durchgéngige
Hisrarchie gebe. Bei diesem Defizit setze MEMS2015
an, mit dessen Ergebnissen ein multi-phys kalischer
integrierter Systementwurf in einer holistischen

Weise maglich werden soll. Es gehe darum, eine hig-
rarchische, durchgangig modellibasierte Strategie mit

Abbildung 3.13: Ralf Sommer vom IMMS bai seinem Projekt-

Vortrag

einer Art ,BSIM fir MEMS” zu verfolgen, damit nur
noch auf der untersten Abstraktionsebene mit finiten
Elementen simuliert werden muss.

Auf dem Weg zu dieser Losung ist laut Sommer zum
Beispiel zu kldren, wie die Moglichkeiten des {analo-
gen) Mikroelektronik-Entwurfs (Topologieentwurf,
Dimensionierung, Optimierung, Analysa) in dis Mecha-
nik transferiert werden kénnen, wie ein durchgéngiger
Design-Flow mit modellbasierter Entwurfsstrategie
fur heterogene Sysieme entwickelt werden kann oder
wie man dig beiden unterschiedlichen Design-Flows
verbinden, in einer gaeigneten Umgebung integrieren
und auf die rechenzeitintensiven FEM-Simulationen
verzichten kann,

Sommer schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis,
dass eine einfache Modellierung zahlreicher kon-
zentrierter, parametrierbarer Elemente nach einem
.Lego”-artigen Ansatz der Schlussel sei, um den
Mikromechanik- und Mikroelektronik-Entwurf effektiv

zu verbinden. Diesen Weg werde MEMS2015 jetzt
konsequent weitergehen und man hoffe, zum néachten
edaWorkshop mit ersten messbaren Erfolgen auf-
warten zu kdnnen. {Pp)

Abendveranstaltungen im ,Aitmarkikeller” und dem
.Dautschen Hygienemuseum”

Geselligkeit an sehenswaerten Orten

Die dreitdgige Veranstaltung bot die Gelegenheit, zwei
Abende gemeinsam zu verbringen. Am ersten Abend
traf man sich zum geselligen Binner im , Sophienkeller”
wo die Gréfin Kosel fir eine der Lokalitat angemessene
Unterhaltung sorgte, Das Dinner am zweiten Abend
wurde im Restaurant der ,,Glasernen Manufaktur®

von Volkswagen im Anschluss an eine Fihrung durch
die Phaeton-Produktion serviert. Dort wurde auch die
EDA-Medaille 2013 verliehen. Ste ging in diesem Jahr
an einen EDA-Leistungstrager aus Paderborn, an Herrn
Prof. Dr. Franz-Josef Rammig, der damit einmal mehr
fur sein herausragendes Engagement zur Férderung
von EDA gewdrdigt wurde. (Pp)

edacentrum verleiht EDA Medaille 2013
an Prof. Dr. Franz-Josef Rammig

hip fvwww edacentrum.defeda- netzwerke/auszeichnungen

Auf dem diesjdhrigen edaWorkshop wurde Prof. Dr. rer.
nat. Franz-Josef Rammig von der Universitdt Paderbom
fur sein Lebenswerk in Forschung und Lehra auf dem
Gehbiet Electronic Design Automation (EDA) mit der
EDA-Medaille ausgezeichnet. Das edacentrum wirdigt
damit das herausragende Engagement von Prof. Ram-
mig zur Férderung von EDA wihrend seiner 40-jahrigen
Berufstatigkeit.

Prof. Rammigs Arbeit ist durch das frihzeitige Identi-
fizieren zukunftstrichtiger Themen charakterisiert. So
entwickelte er bereits 1977 Strukturen fiir program-
mierbare Schaltungen — den Vorldufern der FPGAs, In

Abblldung 3.14: Laudator
Prof. Dr-Ing. Wollgang Nebel
met Preistrager Prof. Dr. rer
nat. Franz-Jose! Rammig
Prof Dr Wolfgang Rosanstiel
#d Dr-Ing, Jurgan Haase,
Vorstandsmitglieder im
adacentrum

der EIS-Zeit", der Zeit des breiten Durchbruchs der
EDA-Forschung und -Lehre in Deutschland, war Prof,
Rammig einer der Pigniere der Entwicklung von Hard-
warebeschreibungssprachan, deren Konzepte in VHDL
und SystemC heute tragende Sauten der Entwurfsauto-
matisierung sind. Die von Prof. Rammig getriebenen
Aktivitdten zu Werkzeugkopplung und -integration,

den CAD-Frameworks, waren wegbereitende Beitrge
fur die heutigen kommerziellen Entwurissysteme,

die durchgéngige Entwurfsprozesse auf einheitiichen
Datenbasen ermoglichen. Gemeinsam ist alten Beitra-
gen die stringente, strukturierte und auf mathemati-
schen Prinzipien beruhende Vorgehensweise.
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